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附表  1
完成人合作关系说明

  完成人梁宇华、张延博、胡进同为西安电子科技大学集成电路学部

教师具有共同立项项目。

  梁宇华、张延博和胡进研究方向一致，长期针对高精度模数转换器

开展合作研究：

  （1）梁宇华、张延博和胡进于  2021.01~2024.12  期间，共同承担国

家自然科学基金面上项目（项目名称及编号：  纳米级高能效混合信号域

ADC  关键技术研究，62074119），  针对模数转换器混合信号域架构及

高能效设计技术开展研究；

  （2）梁宇华和张延博于  2020.01~2021.12  期间，共同承担陕西省重

点研发计划（项目名称及编号：  基于红外成像系统的中速高精度  SAR

型  ADC  芯片研发，2020GY-017），针对模数转换器高精度设计技术开

展研究，并针对红外成像系统进行了应用探索。 
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完成人合作关系情况汇总表 

 
序号 合作方式 合作者/项目排名 合作时间 合作成果 证明材料 

1 
共同 

立项 
 

梁宇华/1； 

张延博/2； 

胡进/3 

2021.01- 

2024.12 

纳米级高能效混 

合信号域模数转 

换器关键技术研 

究 

其他附件 3 

2 
共同 

立项 

梁宇华/1； 

张延博/2 

2020.01- 

2021.12 

基于红外成像系 

统的中速高精度 

SAR 型模数转

换器芯片研发 

其他附件 4 

      

      

（不限

条目） 
    

 

 

承诺：本人作为项目第一完成人，对本项目完成人合作关系及上述内容的真实

性负责，特此声明。 
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